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Resumo: 

O propósito deste estudo laboratorial foi avaliar o efeito da adição de 
nanopartículas de cobre em um sistema adesivo universal sobre a resistência de 
união (RU) e nanoinfiltração (NI) da interface resina-dentina hígida nas estratégias 
adesivas convencional (total-etch [TE]) e autocondicionante (self-etch [SE]). O 
sistema adesivo experimental foi formulado com a adição de nanopartículas de 
cobre a 0,1% no adesivo Ambar Universal. Para os testes de RU e NI, molares 
humanos foram aleatoriamente distribuídos entre as condições experimentais com 
base na combinação das variáveis: concentração de cobre [0 e 0,1%] vs. estratégias 
adesivas (ER e SE). Aplicado o sistema adesivo, os dentes foram restaurados com 
resina composta e após 24h, seccionados longitudinalmente para se obter palitos de 
resina-dentina (0,8 mm2), testados em tensão a 0,5 mm/min quanto a RU. Para NI, 3 
palitos de cada dente foram preparados e analisados em microscopia eletrônica de 
varredura (MEV). Os dados de RU e NI foram analisados por ANOVA fatorial, 
submetidos ao teste post-hoc de Tukey para múltiplas comparações. A significância 
estatística foi predefinida em 5%. A inclusão de nanopartículas de cobre na 
concentração 0,1% no sistema adesivo universal aumentou os valores de RU. O 
adesivo contendo cobre melhorou a NI no substrato hígido, em ambas as 
estratégias.  
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